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Mediendichte Einhausung von sensibler Elektronik mittels Spritzgießverfahren

Elektronische Systeme kommen in vielen Bereichen zum Einsatz, wo sie hohen Belastungen durch z. B. Hitze oder
Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Einen Schutz vor derartigen widrigen Einsatzbedingungen bietet die Einhausung          
hochsensibler Elektronik-Komponenten durch das Umspritzen mit Kunststoffen. Die wirtschaftliche Umsetzung ei‐
ner mediendichten Einhausung ist daher für zahlreiche Produktionsbereiche der M+E Industrie von großer Bedeu‐
tung.

Problemstellung

Anwendungen elektronischer Systeme sind oft durch dezen‐
trale und exponierte Einsatzbereiche gekennzeichnet. Im Mo‐
tor​raum bei​spiels​wei​se sind sie Be​las​tun​gen durch ho​he Tem​‐
peraturen, Vibrationen und den Kontakt mit Feuchtigkeit und
Medien ausgesetzt. Dies macht einen Schutz der sensiblen
Bauelemente, z. B. durch das Umspritzen mit Kunststoff nö‐
tig. Zur Erzeugung von Mediendichtheit bei der Verbindung
von Kunststoffen werden bislang primär atomare bzw. mole‐
kulare Haftungskräfte, also ein Stoffschluss angestrebt. Gera‐
de bei der Verbindung unterschiedlicher Kunststoffe wird
spe​zi​fi​sche Ad​hä​si​on je​doch häu​fig nicht er​reicht.

Zielsetzung

Als erweiterter Lösungsansatz kann ein Kraftschluss auf mi‐
kroskopischer Ebene, z.B. durch die Verhakung kleinster Hin‐
terschnitte herangezogen werden. Dadurch soll eine Medien‐
dichtheit auch bei haftungsinkompatiblen Kunststoff-Kunst‐
stoff-Ver​bun​den er​reicht wer​den. Sys​te​ma​ti​sche Un​ter​su​chun​‐
gen zu Ein6ussgrößen und erzielbarer Dichtheit sind Kern die‐
ses Pro​jek​tes.  

Vorgehensweise

Für die Erforschung werden verschiedene Ansätze der Ober‐
6ächenstrukturierung unterschiedlicher Skalierung und Aus‐
prägung verfolgt. Ein6üsse von Material, Verarbeitungspro‐
zess und Geometrie sind im Projekt inbegriffen. Unter Berück‐
sichtigung der Anforderung an die de8nierte Mediendichtheit
bedarf es für die Baugruppen auch einer integrierten und kos‐
ten​güns​ti​gen Fer​ti​gung. Bei der vor​aus​ge​hen​den kon​struk​ti​ven
Produktentwicklung müssen daher bereits Ein6üsse von Ma‐
terial, Struktur und Verarbeitungsprozess berücksichtigt wer‐
den.

Begonnen wird mit grundlegenden Untersuchungen der Haf‐
tungskompatibilität unterschiedlicher Kunststoffe beim 2-
Kom​po​nen​ten-Spritz​gie​ßen und beim Hin​ter​sprit​zen,

auch im Hinblick auf unterschiedliche thermische Ausdehnun‐
gen und Quellung. Bei der Werkstoffauswahl wird dabei auf
den Bedarf der beteiligten Firmen eingegangen. Bei haftungs‐
inkompatiblen Kunststoff-Paarungen wird im Folgenden ver‐
sucht, den Ein6uss der Grenz6ächenstruktur auf die Haftung
und Mediendichtheit zu untersuchen und unter Anwendung
verschiedener Techniken gezielt im Hinblick auf eine mikro‐
me​cha​ni​sche Ver​an​ke​rung zu op​ti​mie​ren. An​hand der Ober​flä​‐
che sollen dann Gestaltungsmerkmale wie eine Mindestrau‐
heit oder die optimale Form (z. B. kantig, rund) de8niert wer‐
den. Die Erkenntnisse werden in einem dritten Schritt auf die
Umspritzung von Schaltungsträgern übertragen, was neben
der Untersuchung von Haftung und Mediendichtheit auch die
Be​rück​sich​ti​gung der nö​ti​gen Pro​zess​tech​nik be​inhal​tet.

Ergebnisse / Nutzen

Die Ergebnisse des Vorhabens tragen wesentlich dazu bei, die
Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen auf den
Gebieten mediendichter mechatronischer Systeme, spritzge‐
gossener Schaltungsträger und der Hinterspritz-Technik zu
stei​gern. Die Ver​ein​bar​keit ei​ner kos​ten​güns​ti​gen Mas​sen​fer​ti​‐
gung von Kunststoffbauteilen mit der Integration hochwerti‐
ger Sen​so​rik, auch un​ter Ein​fluss von Me​di​en, ist ei​ne
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wesentliche Voraussetzung für die Erreichung neuer Meilen‐
steine im Umfeld des „Internet of Things“ und der „Industrie
4.0“. Als Anwendungsgebiete sind integrierte Reifenpro8lsen‐
soren im Automobilbereich, Lab-on-Chip-Systeme für medizi‐
nische Anwendungen, intelligente Verpackungen im Consu‐
mer-Bereich sowie Sensorik und Aktorik für autonome Pro‐
duk​ti​ons​an​la​gen denk​bar.
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